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二、说明、目录、图表目录

    PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是

重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者。根据电路层数

可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达十

几层。

　产业转移成就中国PCB产业大国，最重要的动力来源于成本和应用产业链两方面。在成本

优势方面，中国在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面具有巨大的优势；下游产业在中

国的蓬勃发展，全球整机制造转移中国，提供了巨大的市场需求空间。中国由于下游产业的

集中及劳动力、土地成本相对较低，成为发展势头最为强劲的区域。

　2001年我国PCB行业总产值为360亿元，到2008年已经达到1183亿元，但是紧随其后的国际

金融危机给全球PCB行业带来不小的震动，2009年全球PCB行业整体衰退程度达到16%，同样

国内PCB行业也受到不小的冲击。2009年国内的家电下乡、3G拉动在一定程度上缓解了电子

行业的压力，国内PCB行业总产值整体维持在千亿元之上。2009年，产值过10亿元的PCB企业

为23家，总产值达到445亿元，占2009年国内PCB总产值近四成。

　中国印制电路板业在内销增长和全球产能持续转移的形势下，将步入高速成长期。中国印

制电路板的产业规模占全球比重到2014年将提高到41.92%。我国各类电子产品和LED等的兴起

都对印制电路板行业产生强大的推动作用，未来五年中国印制电路板行业仍将保持快速增长

。
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